
证券代码：002463                                                          证券简称：沪电股份 

沪士电子股份有限公司 

2021 年 06 月 08 日投资者关系活动记录表 

                                                     编号：2021-0608-006 

投资者关系活动类别 

 

特定对象调研      □分析师会议   □媒体采访    □业绩说明会 

□新闻发布会        □路演活动     □现场参观  □电话会议 

参与单位名称 摩根大通证券（中国）有限公司 

时间 2021 年 06月 08 日 上午 11:00-12:00 

地点 公司会议室 

上市公司接待人员姓名 钱元君 

投资者关系活动主要内

容介绍 

 

1、企业通讯市场板业务 

从中长期来看，5G通信建设的总趋势不会改变，随着5G应用生态培育和扩

展，5G势必成为网络基础建设最大的推手。随着越来越多的信息数据被生成并

以更高的速度移动到越来越多的地方，新一代高速网路设备、数据存储、高速

运算服务器、人工智能等新兴市场领域有望持续稳健成长。企业通讯市场板领

域的行业成长驱动未来也将逐步由5G无线侧向网络设备侧迁移，催生对高频高

速PCB产品的的强劲需求，并对技术层次和品质提出高的要求。 

公司已规划投资新建年产165,000平方米应用于下一代高频高速通讯领域

的高层高密度互连积层板，以进一步完善产业布局，强化高端产品竞争优势。 

2、汽车板业务情况 

随着越来越多的电子技术应用到汽车系统，汽车电子已成为衡量现代汽车

水平的重要标志，其对汽车板性能和可靠性的要求不断提高，汽车板产业渐变

之中蕴涵无限机遇，每辆车所含PCB比率也在持续增长，公司也将持续聚焦，适

度扩产，稳步前进，保持并扩大竞争优势，以满足客户的需求。目前全球芯片

短缺是个严重问题，但对公司整体汽车板销售额目前未看到负面影响，我们会

持续关注客户的需求变化。 

3、半导体芯片测试板 



半导体芯片测试板的市场对公司来说是个全新的领域，公司已规划投资新

建年产6,250平方米应用于半导体芯片测试领域的产能，在新厂建设完毕后，公

司希望在5年内追上该领域的先进同行，并在技术水平上进入第一梯队。 

4、其他 

目前PCB行业不仅普遍面临原物料涨价，而且由于贸易争端所带来的供应链

分散布局需求以及国内PCB同行近年来的大规模投资和产能陆续释放，中国境内

PCB行业的竞争激烈程度持续升高。公司原物料供货渠道畅通，在原材料供给上

能够获得一定保障。公司和供应商、客户保持紧密的联系，并采取技术工艺创

新、产品结构优化等多种手段，共同积极应对成本上涨的风险。 

此外，公司也会加大在技术和创新方面的投资，以技术质量和服务为客户

提供更高的价值；另一方面，公司也会拓展与战略伙伴的合作广度与深度，并

进一步完善产业布局，强化高端产品竞争优势，提高客户黏着度，降低客户移

转产地的意愿。 

注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、

准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。 

附件清单（如有） 无 

日期 2021 年 06月 08 日 

 


